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Beschreibung 

Sensorbauteil und Nutzen zu seiner Herstellung 

5 Die Erfindung betrifft ein Sensorbauteil und einen Nutzen mit 
m*»hrs.i:*n gen.^rbflntfli Ipooitionen, wobei in den Pn.cii tionen 
Sensorchips mit Sensorbereichen und mit Kontaktf lachen auf 
ihren aktiven Oberseiten angeordnet sind. 

10 Die Sensorchips derartiger Sensorbauteile sind bisher auf ei- 
nera Schaltungssubstrat beziehungsweise auf einem Nutzen in 
Form einer Leiterplatte mit mehreren Sensorbauteilpositionen 
Vw angeordnet. Eine derartige Anordnung bedingt , dass zum Schal- 

V tungssubstrat beziehungsweise zum Nutzen, hin in jeder der 

15 Sensorbauteilpositionen Verbindungen von den Kontaktf lichen 

zu Kontaktanschlussf lSich^n auf dem Schaltungssubstrat herzu- , 
stellen sind. Diese Verbindungen werden mit zeitaufwendigen 
und kostenintensiven, sowie thermisch belastenden Verbin- 
dungstechniken geschaffen, was die Zuverl&ssigkeit des Sen- 
20 sorbauteils einschranjct und gleichzeitig hohe Kosten verur- 
sacht . 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Sensorbauteil zu schaffen, 
das eine verbesserte Zuverl&ssigkeit aufweist und kostenguns- 
25 tiger herstellbar ist. 




30 



Gelost wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der unabhangigen 
Anspruche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Anspruchen. 

Erf indungsgemafi wird ein Sensorbauteil angegeben, das einen 
Sensorchip mit einem Sensorbereich auf seiner aktiven Ober- 
seite aufweist. Die Elektroden des Sensorbereichs sind uber 
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Leiterbahnen mit Kontaktf lachen auf der aktiven Oberseite des 
Sensorchips verbunden. Der Sensorchip ist mit seiner Rucksei- 
te und mit seinen Randseiten in eine Kunststof f platte einge- 
bettet, wobei die aktive Oberseite des Sensorchips mit einer 
Oberseite der Kunststof f platte eine Gesamtoberseite bildet. 
Auf dieser Gesamtoberseite ist eine Umverdrahtungslage mit 
einer Umverdrahtungsschieht angeordnet, wobei sich die Um- 
verdrahtungsleitungen von den Kontaktf lSchen zu Aufienkontakt- 
flSchen des Sensorbauteils erstrecken. 
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Ein derartiges Sensorbauteil hat den Vorteil, dass fur die ' 
elektrischen Verbindungen zwischen Sensorchip und Kunststoff- 
') platte keine NiveausprUnge zu uberwinden sind, sondern die 

Umverdrahtungslage mit ihren Umverdrahtungsleitungen auf ei- 
15' ner Gesamtoberseite angeordnet ist. Folglich entfallen kom- 
plexe verbindungstechniken, wie Bondtechnik Oder Flip-Chip- 
Technik. Aufterdem konnen mit dem Sensorchip beliebig viele 
Halbleiterchips und passive Bauelemente zu einem Sensormodul 
in die Kunststof f platte eingebettet warden. Dazu sind in die 
20 Gesamtoberseite Elektrodenf lachen, von in die Kunststof fplat- 
te eingebetteten passiven Bauelementen, vorgesehen. In diesem 
Fall verbinden die Umverdrahtungsleitungen auf der Gesamt- 
oberseite Elektrodenf lachen der passiven Bauelemente mit Kon- 
taktflachen des Sensorchips und/oder des Halbleiterchips 
25 und/oder mit AuBenkontaktf lachen . 

Ein© derartige Verdrahtung mit Hilfe von Umverdrahtungslei- 
tungen erfolgt innerhalb einer einzigen Umverdrahtungss-, 
chicht- Diese Umverdrahtungsschieht kann durch weitere Isola- 
30 tionsschichten und Umverdrahtungsschichten erweitert werden, 
wobei mehrere Umverdrahtungsschichten uber Durchkontakte 
durch die Isolationsschichten miteinander verbunden sind. Da- 
mit ergibt sich eine mehrschichtige Umverdrahtungslage, die 
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ohne grofien Auf wand auf die Gesamtoberseite aus Halbleiter- 
oberseiten und Kunststof f oberseite gebildet wird. 

Anstelle einer Anordnung von Sensorchip und Halbleiterchip 
nebeneinander 1st es auch moglich, in der Kunststof fplatte 
eine Stapelung eines Sensorchips mit einem Halbleiterchip u- 
bereinander unterzubringen. Dieses hat den Vorteil, dass die 
Gesamtoberseite des Sensorbauteils klein gehalten werden 
kann. 
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Der Sensorbereich kann auf Druck, Temperatur, Warmestrahlung 
Oder elektromagnetische Strahlung reagieren. 

In einer weiteren Ausf tthruhgsf orm der Erfindung wird tiber dem 
15 Sensorbereich eine Linse angeordnet, um eine hohere optische 
• Empf indlichkeit zu erreichen. Diese Linse kann aus Glas be- 
stehen Oder eine flache Linsenfolie mit Fresnelringen aufwei- 
sen, was den Vorteil hat, dass sich die Hohe des Sensorbau- 
teils durch Anbringen einer Fresnellinse nicht wesentlich 
20 vergrttflert, 

Aufcerhalb des Bereichs des Sensorchips kann die Kuriststoff- 
masse in einer weiteren Ausf Uhrungsf orm der Erfindung Durch- 
kontakte zu Auiienkontaktf lachen aufzuweisen, die der Gesamt- , 
25 oberseite gegenQber liegen. Das hat den Vorteil, dass der 
J r ^ Sensorbereich frei zuganglieh ist, selbst wenn das Sensorbau- 

teil auf einer Leiterplatte mit Hilfe der AuAenkontakte fi- 
xiert wird. Im anderen Fall, das heiftt, wenn keine Durchkon- 
takte durch die Kunststof fmasse vorgesehen sind, und die Au- 
30 fienkontakte auf der gleichen Oberseite, das heiftt auf der ge- 
meinsamen Gesamtoberseite angeordnet sind, ware es erforder- 
lich, in einer daruber angeordneten Leiterplatte eine Offnung 
vorzusehen, so dass ein Zugriff zu dem Sensorbereich des Sen- 
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sorchips.maglich wird. Die Durchkontakte zu den AuJiehkontakt- 
f lachen kOnnen auf der Gesamtoberseite elektrisch iiber On- 
.verdrahtungsleitungen mit den Kontaktf lachen des Sensorchips 
verbunden sein. . 

5 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein' optoelektroni- 
sches GerSt, das ein Sensorbauteil aufweist, welches in einem 
KameragehSuse untergebracht ist. Der Sensorbereich des Halb- 
leiterchips weist in diesem Falle eine CCD-Struktur oder eine 
10 • andere Bildauf nahmestruktur auf, mit der beispielsweise Bil- 
der mittels eines Handy ^s aufgenommen werden konnen und zu 
einem Gesprachspartner ubertragen werden konnen. 

Das Sensorbauteil kann auch einen Zusatz aufweisen, so dass 
15 es als, optoelektronisches Kopplungsbauteil eingesetzt werden 
kann. In. diesem Fall wird uber dem Sensorbereich ein Glasfa- 
sereinsteckbereich angeordnet, in dem eine Glasfaser als 
Lichtwellenleiter einsteckbar 1st. Derartige optoelektroni- 
sche Kopplungsbauteile werden in groflen Mengen bendtigt, so 
20 dass die kostengttnstige Herstellung des erf indungsgemafcen 
Sensorbauteils von Vorteil ist. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung bezieht sich auf einen Nut- 
zen, der in Zeilen und Spalten angeordnete Bauteilpositionen 
25 fUr Sensorbauteile aufweist. Dabei weist der Nutzen bereits 
) alle Schaltungskomponenten des Sensorbauteils auf, wie Sen- 

sorchip mit Sensorbereich und mit Kontaktf lachen, Oberseiten 
von Halbleiterchips mit Kontaktf lachen, Elektroden von passi- 
ven Bandelementen, eine Kunststof f oberseite, welche die' Halb- 
30 leiterchipoberseiten umgibt, eine Umverdrahtungslage auf ei^ 
ner Gesamtoberseite. Dabei weist die Umverdrahtungslage eine 
Umverdrahtungsschicht mit Umverdrahtungsleitung.en auf, welche 
die Kontaktf lachen der Sensorchips mit Au&enkc-ntaktf lachen * 
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des Sensorbauteils verbindet. Auf der Gesamtoberseite des 
Nutzen konnen auch noch Auiienkontakte auf den Auilerikontakt- 
flachen angeordnet werden, um in jeder der Bauteilpositionen 
ein Sensorbauteil zu komplettie.ren, bevor der Nutzen in Ein- 
5 zelbauteile getrennt wird. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens weist die nach- 
folgenden Verf ahrensschritte auf. Zunachst . wird ein Halblei- 
terwafer bereitgestellt , der in Zeilen und Spalten angeordne- 

10 te Sensorchippositionen aufweist. Anschlieftend wird der Halb- 
leiterwafer in einzelne Sensorchips mit einem Sensorbereich 
und KontaktflSchen auf einer aktiven Oberseite der Sensor- 
\ < K chips getrennt. Danach wird eine . Kiebef olie oder eine Klebe- 

platte in eine erste Moldwerkzeughalf te mit in Zeilen und 

15 Spalten angeordneten Bauteilpositionen eingelegt. Auf die 

Bauteilpositionen der Klebefolie beziehungsweise der Klebe- 
platte wird dann jeweils ein Sensorchip des HaXbleiterwaf ers 
in den Bauteilpositionen unter Aufkleben der aktiven Obersei- 
te der Sensorchips auf die Klebeseite der Klebefolie bezie- 

20 hungsweise der Klebeplatte aufgebracht. 

Danach werden die Moldwerkzeughaif ten zusammengef ahren und 
eine Kunststof fmasse in die Form unter einseitigem Einbetten 
der Sensorchips eingespritzt . Nach einem Ausharten der Kunst- 
25. stoffmasse zu einer Verbundplatte aus Kunststof fmasse und 

Sensorchips werden die Moldwerkzeughaif ten auseinandergef ah- 
ren und die Verbundplatte entnommen. Schliefilich wird die 
Klebefolie beziehungsweise die Klebeplatte von der Verbund- 
platte entfernt und eine Umverdrahtungslage auf die freige- 
30 wordene Gesamtoberseite der Verbundplatte aufgebracht - 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nach dem Sprit zgieflen 
der Verbundplatte eine gemeinsame Gesamtoberseite zum Auf- 



IK 
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bringen von weiteren Beschichtungen gleichzeitig fur mehrere 
Sensorbauteile zur Verfiigung steht. Dariiber hinaus hat das 
verfahren den Vorteil, dass weder eine Stufe zwischen der ak- 
tiven Oberseite des Sensorchips und der Kunststoff masse noch 
5 ein Abstand zwischen der aktiven Oberseite des Sensorchips 
und der Kunststof fmasse ■ auf tritt , so dass mit einer einzigen 
Umverdrahtungsschicht das gesamte Sensorbauteil verdrahtet 
werden kann. Diese Umverdrahtungsschicht der Umverdrahtungs- 
lage weist Umverdrahtungsleitungen auf, welche die. Kontakt - 
10 flachen des Sensorchips mit AuBenkontaktf lachen des Sensor- 
bauteils' verbinden. Ferner konnen auf diese AuBenkontaktf la- 
chen noch im Zustand des Nutzens AuBenkontakte in Form von 
C}> LothBckern oder LotbSllen Oder AuBenkontaktf lecken aufge- 

bracht werden. 



15 
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Bei einem weiteren Durchf Uhrungsbeispiel des Verfahrens wer- 
den auf die Klebefolie oder Klebeplatte Elektroden von passi- 
ven Bauteilen mit aufgebracht, so dass. eine komplexere Sen- 
sorschaltung far das Sensorbauteil realisiert werden kann. 

20 Dartlber hinaus ist es auch moglich, in den Bauteilpositionen 
zusatzliche Halbleiterchips mit integrierten Schaltungen zu 
positionieren, und zwar jeweils mit ihren Kontakt flachen auf 
der Klebefolie beziehungsweise Klebeplatte, damit beim Abzie- 
hen der Klebefolie oder Klebeplatte die Kontaktf lachen der 

25 zus^tzlich integrierten Schaltungen durch Umverdrahtungslei- 
tungen kontakt iert werden k5nnen« 

Somit ermGglicht dieses Verfahren auf einfachste Weise, kom- 
plexe Sensorbauteile aufzubauen, wobei zur Erstellung des 
30 kartenf6rmigen GehSuses lediglich ein Giefischritt erforder- 
lich ist und fur die Verbindung der einzelnen Schaltungskom- 
ponenten in' Form von passiven Bauteilen und integrierten 
Schaltungselementen und Sensorchips' lediglich eine struktu- 
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rierte Umverdrahtungsschicht erforderlich wird. Sollten der 
Sensorchip und ein Halbleiterchip mit integrierter Schaltung 
Ubereinander gestapelt werden, so ist eine interne Stapelver- 
drahtung vor einem Einbetten in die gemeinsaroe Kunststoff- 
5 platte durchzufuhren und/oder eine ttberhohung der Kontaktfla- 
chen des unteren Halbleiterchip erforderlich, urn diese auf 
der Gesamtoberseite mit anderen Komponenten des Sensorbau- 
teils zu verdrahten. 

10 Ein Verfahren zur Herstellung eines Sensorbauteils weist den 
zusatzlichen Verf ahrensschritt- auf, dass nach dem Herstellen 
eines Nutzens noch Aulienkontakte auf die Auftenkontaktf lachen 
'} ^ auf gebracht werden und anschliefiend der Nutzen in einzelne 

Sensorbauteile getrennt wird. 
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Zusammenfassend ist f estzustellen, dass mit der Erfindung ein 
preiswertes, platzsparendes Gehause erzeugt wird, welches zu- 
dem eine gute Charakteristik beziiglich Feuchtigkeitsempf ind- 
lichkeit auf weist. Dies wird dadurch erreicht, dass das Ge- 

20 hause in Anlehnung an eine sogenannte "Universal Package"- 
Technologie aufgebaut ist. Anders als bei der Montage von 
normalen, nicht optischen Halbleitern werden bei den optoe- 
lektronischen Komponenten die Sensorf lachen nicht durch Die- 
lektrika beziehungsweise Lotstopplacke abgedeckt, sondern zur 

25 spateren Abdeckung mit • optischen Materialien beziehungsweise 
optischen Bauelementen, zum Beispiel Linsen, f reigelassen . 
Zusammenfassend ergeben sich damit folgende Vorteile: 

1, Geringe Herstellungskosten des Gehauses; 
30 2. Geringer Platzbedarf des GehSuses, wie es beispielsweise 
fur Handy-Kameras erforderlich wird; 
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3. Eine Oberf lachenmontage des Gehauses ist aufgrund der 

geringen Feuchteempf indliehkeit mttglich, das bedeutet, . 
das erfindungsgemaAe Bauteil kann in normalen oberfla- 
chenmontierenden Prozessen auf eine Platine eines ttber- 
5 geordneten Schaltkreises problemlos aufgeiatet werden. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigeftigten Figuren naher 
erlautert . - 

10 Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht ei- 
nes sensorbauteils einer ersten • AusfUhrungsf orm der 
Erfindung, 



: > 



Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
15 Sensorbauteil gemafc in einem Gehause einer zweiten 

Ausfuhrungsf orm der Erfindung, 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
Sensorbauteil als Kopplungsbauteil gemafi einer 
20 dritten AusfUhrungsf orm der Erfindung, 

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
Sensorbauteilposition eines Nutzens vor dem Auf- 
bringen von Auftenkontakten, 



^ 25 
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Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil nach Aufbringen einer Linse auf einen 
Sensorbereich des Bauteils ais vierte Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gemaft einer f.Unften AusfUhrungsf orm 
der Erfindung, 
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Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gem^B einer sechsten Ausftih rungs form 
der Erfindung, 

5 

Figur 8 zeigt einen * schematischen Querschnitt durch ein 

Sensorbauteil gemaA einer siebten Ausf f tthrungsf orm 
der Erfindung. 

10 Figur 1 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines 
Sensorbauteils 1 einer ersten Ausftthrungsf orm der Erfindung. 
Ein Sensorchip 2 ist- mit seinen Randseiten 36, 37, 38 and 39 
) in eine Kunststof fplatte 6 mit den Randseiten 8,9, 11 und 12 

eingebettet, Eine aktive Oberseite 5 des Sensorchips 2 und 
15 eine Oberseite 35 der Kunststof fplatte 6 bilden eine Gesamt- 
oberseite 13. Zusatzlich zu der aktiven Oberseite 5 des Sen- 
sorchips 2 umfafit die Gesamtoberseite 13 eine aktive Obersei- 
te eines zusatzlichen Halbleiterchips 21, auf welcher Kon- 
taktf lachen 2 9 angeordnet sind. Dariiber hinaus sind auf der 
20 Gesamtoberseite 13 die Elektrodenf lachen 18 von drei passiven 
Bauelementen 19 angeordnet. 

Neben den Kontaktf lachen 4 und 29 beziehungsweise des sowohl 
des Sensorchips 2 als auch des Halbleiterchips 21 und den E- 
25 lektroden 18 der passiven Bauelemente 19 weist die Gesamt- 
oberseite Auflenkontaktflachen 17 "auf, auf denen Auflenkontakte 
2 5 angeordnet sind. 

Auf der Gesamtoberseite 13 ist eine Umverdrahtungsschicht 15 
30 angeordnet, die. mit ihren Umverdrahtungsleitungen 16 Kontakt- 
f lachen 4 des Sensorchips 2 mit Kontaktf lachen 2 9 des Halb- 
leiterchips 21 verbindet und Kontaktf lachen 4 mit Elektrdden- 
f l&chen 18 verbindet, sowie iiber weitere Umverdrahtungslei- 
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tungen 16 die Kontaktf lichen 4 und 29 als auch die Elektro- 
denfiachen 18 mit Aufienkontaktf lachen 17 auf der Gesamtober- 
seite 13 verbindet . Das in Figur 1 gezeigte Sensorbauteil 1 
stellt somit bereits ein Sensormodul dar und kann uber die 
5 Auftenkontakte 25 mit einer ubergeordneten Schaltung auf einer 
Leiterplatine verbunden werden. Bei einer derartigen Oberfla- 
chenmontage eines Sensorbauteils der ersten Ausftihrungsform 
. der Erfindung, wie es Figur 1 zeigt, ist in der ubergeordne- 
ten Schaltungsplatine eine Offnung vorzusehen, die dem Sen- 
10 sorbereich 3 des Sensorchips 2 entspricht, einen Zugriff 
auf dem Sensorbereich 3 zu erm5glichen, 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 10 in einem Kameragehause 26 gemafl einer zweiten 
15 ' AusfUhrungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funk- 
tionen wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugs zeichen ge- 
kennzeichnet und nicht extra erSrtert. 

Das Sensorbauteil 10 ist ein Teil eines Kamerabauteils 41, 
20 und auf einer iibergeordneten Schaltungsplatine 42 in dem Ka- 
meragehause, 2 6 eines Mobiltelef ons * angeordnet ♦ Die drei Kom- 
ponenten, Systembauteil 10, Schaltungsplatine 42 und Kamera- 
gehause 26sind ubereinander angeordnet, wobei das Sensorbau- 
teil 10 unterhalb der Ubergeordneten Schaltungsplatine 42 und 
25 die Schaltungsplatine 42 unterhalb des Kamerageh&uses 2 6 an- 
£ geordnet sind. Das Sensorbauteil 10 weist einen Sensorchip 2, 

^ einen Halbleiterchip 21 und passive Bauelemente 19 auf. Der 

Sensorchip 2 weist eine aktive Oberseite 5 mit einem Sensor- 
bereich 3 und Kontaktf lachen 4 und eine RUckseite 7 auf." Der 
30 Halbleiterchip 21 weist Kontaktf lachen 29 auf, und das passi- 
ve Bauelement 19 weist Elektrodenf lachen 18 auf. ' 
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Der Sensorchip 2, der Halbleiterchip 21 und die passiven Bau- 
eleinerite 19 sind derart in. eine Kunststof fmasse 31 eingebet- 
' tet, dass sie eine Kunststof fplatte 6 bilden, die eine Ge- 
samtoberseite 13 mit dem Sensorbereich 3, den Kontaktf lachen 
5 4 und 29 und den Elektrodenf lachen 18 aufweist. Auf dieser 
Gesamtoberseite 13 sind Umverdrahtungsleitungen 16 angeord- 
net, welche die Schaltungselemente 2 f 19 und 21 untereinander 
verbinden und elektrische Verbindungen zu Auflenkontaktf lichen 
17 herstellen. Auf den Aufcenkontaktf lichen 17 sind Aufienkon- 
10 takte,25 angeordnet, die an die ubergeordnete Schaltungspla- 
tine 42 angelBtet sind. 

Die Umverdrahtungsleitungen 16 bilden eine Umverdrahtungss- 
chicht 15, die Teil einer Umverdrahtungslage 14 1st, wobei 

15 die Umverdrahtungslage 14 zusatzlich eine isolierende Abdeck- 
schicht 45 aufweist, die lediglich den Sensorbereich 3 und 
die AuAenkontaktf lachen 17 freil&sst. Der Sensorbereich 3 
tragt eine Linse 22, die zu der optischen Achse 47 einer 
zweiten Linse 34 ausgerichtet 1st, wobei die zweite Linse 34 

20 zwischen KameragehSuse 2 6 und iibergeordneter Schaltungsplati- 
ne 42 ausgerichtet ist- . 

Die tibergeordnete Schaltungsplatine 42. und das Kameragehause 
26 weisen Offnungen 43 beziehungsweise 44 auf, deren Grofte 

25 dem Sensorbereich 3 des Sensorchips 2 entspricht, so dass der 
optische Eindruck der Umgebung auf den Sensorbereich 3 des 
Sensorchips 2 uber die Linsen 34 und 22 einwirken kann . Ein 
• Dichtungselement 4 6 zwischen der zweiten Linse 3 4 und dem Ka- 
meragehause 26 sorgt dafttr, dass keine Feuchtigkeit und keine 

30 Staubpartikel in das Geh&use 26 eindringen kOnnen. 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 20, das als Kopplungsbauteil gemafc einer dritten 
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Ausfiihrungsform der Erfindung ausgebildet ist. Komponenten 
mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra erttrtert . 

5 

Das Sensorbauteil 20 zeigt einen ahnlichen Aufbau wie das 
Sensorbauteil 10, in Figur .2 jedoch ist die Linse 22 ayf ei- 
nen Glasfaser 51 ausgerichtet . Anstelle des KameragehSuses 26 
wie in Figur 2 ist aber der fiffnung 44 der ttbergeordneten 

10 Schaltungsplatine 42' ein Glasf asereinsteckbereich 27 rait ei- 
nem Glasf asereinstecksockel 4 8 angeordnet und auf der uberge- 
" ordneten Schaltungsplatine 42. fixiert. Der Glasfasereinsteck- 
sockel 48 ist derart strukturiert , dass eine Einsteckhulse 
49, die auf dem Glasfaser 51-befestigt und mit dem Glasf a- 

15 sereinstecksockel 48 in Eingriff bringbar ist- Der Glasf a- 

sereinstecksockel 48 ist derart ausgerichtet, dass die opti- 
schen Achsen 47 der Glasfaser 51 und die Linse 22 zueinander 
ausgerichtet sind. 

20 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine Sen- 
sorbauteilposition 33 eines Nutzens 28 vor dem Aufbringen von 
AuAenkontakten und vor dem Auftrennen des Nutzens 28 in ein- 
zelne Sensorbauteile . Komponenten mit gleichen Funktionen wie 
in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszei- 
25 chen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 



Der Nutzen 28 weist eine Verbundspla,tte 32 mit einer Kunst- 
stof fplattenruckseite 24 auf. Die Verbundplatte 32 besteht 
aus einer Kunststof fmasse 31 und darin eingebetteten Sensor- 
30 chips 2, Halbleiterchips 21 und passiven Bauelementen 19. Die 
Schaltungskomponenten 2, 19 und 21 sind derart in die Kunst- 
stoffmasse 31 der Verbundplatte 32 eingebettet, dass sie eine 
Gesamtoberseite 13 bilden, die mit einer Umverdrahtungslage 
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14 aus einer Umverdrahtungsschicht 15 mit Umverdrahtungslei- 
tungen 16 bedeckt 1st, Eine isolierende Abdeckung 45 lasst 
dann lediglich die Sensorbereiche 3 und die Aufienkontaktf la- 
chen 17 in jeder der Bauteilpositionen 33 des Nutzens 28 
5 frei. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 30 nach Aufbringen einer Linse 22 auf einen Sen- 
sorbereich 3 des Sensorbauteils 30 gemaft einer vierten Aus- 

10 fuhrungsform der Erfindung- Die Linse 22 und die Auftenkontak- 
te 25 fur jedes der Sensorbauteile 30 kann entweder bereits 
auf den in Figur 4 gezeigten Nutzen in jeder der Bauteilposi- 
tionen aufgebracht werden oder nachtrfcglich auf jedem einzel- 
nen Sensorbauteil 30 fixiert werden. Die in Figur 5 gezeigte 

15 vierte Aus ftthrungs form der Erfindung- weist ausschliefilich Au- 
ftenkontakte 25 auf Aufcenkontaktf lachen 17 auf, die Uber Um- 
verdrahtungsleitungen 16 rait entsprechenden Elektroden der 
eingebetteten Schaltungskomponenten des Sensorbauteils 30 
verbunden sind. 



20 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 
sorbauteil 4 0 einer funften Aus fuhrungs form der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 
Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
25 nicht extra erttrtert- 

Die funf te Aus fuhrungs form der Erfindung gem&fi Figur 6 unter- 
scheidet sich von der vierten Ausf uhrungsf orm gemSA Figur 5 
dadurch, dass zusatzlich zu Auftenkontakten 25/ die Uber Um- 
30 verdrahtungsleitungen 16 mit den Elektrodenf lichen 19 und 

Kontaktf lachen 4 und 29 der Schaltungskomponenten 2,18 und 21 
des Sensorbauteils verbunden sind, abstandshaltende Auflenkon- 
takte 52 auf der Gesamtoberseite angeordnet sind. Die Auiien- 
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kontakte 52 sorgen beim AuflGten des Sensorbauteils 4 0 auf 
eine Ubergeordnete Schaltungsplatine dafur, dass ein ausrei- 
chender Abstand zwischen der Linse 22 und der daruber ange- 
ordneten Schaltungsplatine eingehalten wird. .Auch in der 
ftinften Ausf uhrungsf orm der Erfindung sind die Schaltungskom- 
ponenten, wie Sensorchip 2, Halbleiterchip 21 und passive 
Bauelemente 19 derart angeordnet, dass jedes der Komponenten 
iuit seinen Elektroden von der Gesamtoberseite 13 aus kontak- 
tierbar ist. ; 



10 



Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein S'en- 
sorbauteil SO einer sechsten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. 
"~\ v Diese sechste Ausf Uhrungsf orm der Erfindung unterscheidet 

W>r sich von den vorhergehenden Ausf Uhrungsf ormen dadurch, dass 
15 der Halbleiterchip 21 und der Sensorchip 2 vor dem Einbetten 
in die Kunststof fmasse 31 aufeinander gestapelt sind. Bei der 
Stapelung wird darauf geachtet, dass die Kontaktf lachen 29 
nicht von dem Sensorchip 2 bedeckt sind, sondern dass die 
Kontaktf lachen 29 mi.t Thermokompressionskapf en 53 belegt wer- 
, 20 den k5nnen, die in ihrer H6he der Dicke des Sensorchips 2 

entsprechen. Somit ist auch der, unter dem Sensorchip 2 ange- 
ordnete Halbleiterchip 21, uber die Gesamtoberseite 13 und 
die dart angeordnete Umverdrahtungsschicht 15 mit den ubrigen 
Komponenten des Sensorbauteils 50 verbindbar. 

25 

O L Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein Sen- 

^ v sorbauteil 60 gemaft einer siebten Ausf Uhrungsf orm der Erfin- 

dung. Die siebte Ausf uhrungsf orm der Erfindung gemafl Figur 8 
unterscheidet sich von den vorhergehenden Ausf uhrungsf ormen 
30 dadurch, dass durch die Kunststof fmasse 31 Durchkontakte 23 
vorgesehen werden, die in ihrer L&nge der Dicke der Kunst- 
stof fplatte 6 entsprechen. Damit ist es.moglich, auf der 
RUckseite 54 des Sensorbauteils 60 AuAenkontakte 25 anzubrin- 
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gen, die dann gegenuberliegend zu der Linse 22 beziehungswei- 
se zu.dem Sensorbereich 3 des Sensorchips 2 angeordnet sind. 
Mit dieser siebten Ausfuhrungsf orm der Erfindung 1st es mog- 
lich, eine Oberf lachenmontage auf einer ubergeordneten Schal- 
tungsplatine zu realisieren, wobei eine Offnung in der Uber- 
geordneten Leiterplatte nicht erforderlich ist, da der Sen- 
sorbereich 3 des Sensorbauteils 60 trotz Oberf lachenmontage 
auf einer ubergeordneten Schaltungsplatine frei zuganglich 
ist. 



10 



=AXG3 Nr: 261688 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 19 von 33) 
Datum 23.06.03 15:54 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
3etreff: 33 Seite(n) empfangen 



23-JUN-2003 16:00 SCHUJEIGER 8. PARTNER +49 89 J^iyyjSbb b.^b 

FIN 474 P/2003P51252DE 

1 



Bezugszeichenliste 



1 Sensorbauteil 

2 Sensorchip 

5 3 Serisorbereich 

4 Kontaktf lachen vom Sensorchip 

5 aktive Oberseite des Sensorchips 

6 Kunststoffplatte 

7 . Rttckseite des Sensorchips 

10 8, 9 Randseiten des Sensorbauteils 

10 Sensorbauteil 

11, 12 Randseiten des Sensorbauteils 

C*y j 13 Gesamtoberseite 

14 Umverdrahtungslage 

15 15 Umverdrahtungsschicht 

16 Umverdrahtungsleitungen 

17 Auftenkontaktf lichen 

18 Elektrodenf lachen von Bauteilen 

19 i passive Bauteile 1 
20 20 Sensorbauteil 

21 Halbleiterchip 

22 Linse 

23 Durchkontakte 

24 Kunststof fplattenrttckseite 
25 25 Auftenkontakte 

26 KameragehSuse 

^ 27 Glasf asereinsteckbereich 

28 Nut z en 

2 9 Kontaktf l&che vom Halbleiterchip 

30 30 Sensorbauteil 

31 Kunststof fmasse 

32 Verbundplatte 

33 Bauteilposition 
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34 zweite Linse im KameragehSuse 

35 Oberseite der Kunststof f platte 

36 bis 39 Randseiten des Sensorchips 
4 0 Sensorbauteil 

5 41 Kamerabauteil 

42 iibergeordnetfe Schaltungsplatine - 

4 3 Offnung im KameragehSuse 

44 Offnung in der Schaltungsplatine 

4 5 isolierende Abdeckung 

10 4 6 Dichtungselement 
4 7 optische Achse 

48 Glasf asereinstecksockel 

) 4 9 Einsteckhulse 

^j^* 50 Sensorbauteil 
15 51 Glasfaser 

52 Auftenkontakt 

r 

53 Thermo kompressionskopf 

54 Rtickseite des Sensorbauteils 
60 Sensorbauteil 

20 
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Patent anspruche 

1. Sensorbauteil das folgende Merkmale aufweist; 

' einen Sensorchip (2) mit einem Sensorbereich (3) , 
5 Elektroden des Sensdrbereichs (3) , Leiterbahnen und 

Kontaktf l&chen (4) auf einer aktiven Oberseite (5) 
^ s sengnr^hipfl (?), wobei die Leiterbahnen die 
Kontaktf lachen (4) mit den ElekLrudeii elektriach 
verbinden, 

10 - eine Kunststof fplatte (6), in die der Sensorchip 

(2) mit seiner Ruckseite (7) und seinen Randseiten 
(8-11) eingebettet ist f wobei die aktive Oberseite 
■a (5) des Sensorchips (2) mit einer Oberseite (5) der 

Kunststoffplatte (6) eine Gesamtoberseite (13) auf- 

15 weist, v 

eine Umverdrahtungslage mit einer Umverdrahtungs- 
schicht, die Umverdrahtungsleitungen von den Kon- 
taktfiachen zu AuAenkontaktf lachen des Sensorbau- 
teils aufweisen, wobei die Umverdrahtungslage auf 

20 der Gesamtoberseite angeordnet ist. 

2. Sensorbauteil nach Anspruch 1, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
die Gesamtoberseite (13) Elektrodenf lachen (18) von in 
25 die Kunststoffplatte (6) eingebetteten passiven Bautei- 

len (19) aufweist, wobei sich Umverdrahtungsleitungen 
(16) von den Elektrodenf lachen zu Kontaktf lachen (4) 
und/oder zu Auft en kontaktf lachen (17) erstrecken. 



30 3. Sensorbauteil nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

die Gesamtoberseite (13) Kontaktf lachen (29) von einem 
Halbleiterchip (21) mit integrierter Schaltung aufweist, 
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wobei sich Umverdrahtungsleitungen (16) von , den Kontakt- 
flSchen (29) de.s Halbleiterchips (2lf zu Kontaktf lachen 
(4) des Sensorchip's (2) und/oder zu Elektrodenf lachen 
(18) und/oder zu Auiienkontaktf l&chen (17) erstrecken* 

• 4. Sensorbauteil nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

der Sensorchip (.2) und ein Halbleiterchip (21) mit in- 
tegrierter Schaltung iibereinander gestapelt in der 
10 Kunststof fplatte (6) eingebettet sind, wobei der Sensor- 

bereich (3) einen Teil der Gesamtoberseite (13) bildet. 



^. j ' 5 . Sensorbauteil nach einem der Anspriichvorhergehenden An- 

spriiche, 

15 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Sensorbereich (3) strahlungsempf indlich ist und eine 
Linse (22) aufweist. 

6. Sensorbauteil nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
20 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kunststoffplatte (6) Durchkontakte (23) aufweist, 
wobei die Durchkontakte (23) auf einer Kunststof fplat- 
tenrtickseite (24) mit AuGenkontaktf lachen (17) verbunden 
sind und mit den Umverdrahtungsleitungen (16) auf der 
25 Gesamtoberseite (13) elektrisch in Verbindung stehen. 



) 



4k 



7, Optoelektronisches GerSt, das ein Sensorbauteil (1) nach 
einem der vorhergehenden Ansprliche in einem Kameragehau- 
se (26) aufweist. 

30 

8. Optoelektronisches Kopplungsbauteil, das ein Sensorbau- 
teil (1) nach einem der Ansprtiche 1 bis 6 mit einem 
Glasfasereinsteckbereich (27) aufweist. 
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9. Nutzen, der in Zeilen unci Spalten angeordnete Bauteile- 
positionen (33) mit Sensorbauteilen gem£6 einem der- An- 

5 sprDche 1 bis 6 aufweist. 

10. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens (28), das fol- 
gende Verf ahrensschritte aufweist: 

Bereitstellen eines Halbleiterwaf ers mit in Zeilen 
10 und Spalten angeordneten Sensbrchippositionen, 

Trennen des Halbleiterwaf ers in einzelne Sensor- 
chips (2) mit einem Sensorbereich (3) und Kontakt- 
r ^) flachen (4) auf einer aktiven Oberseite (5) der 

Sensorchips, 

15 - Einlegen einer Klebef olie oder einer Klebeplatte' in 

eine erste Moldwerkzeughalf te mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Bauteilpositionen (33) , 
Aufbringen der Sensorchips (2) in den Bauteilposi- 
tionen unter Aufkleben der aktiven Oberseiten der 
20 Sensorchips auf die Klebeseite der Klebefolie oder 

der Klebeplatte, 
• - Zusammenfahren von Moldwerkzeughalf ten und Ein- 

spritzen einer Kunststof fmasse (31) in die Form un- 
ter einseitigem Einbetten der Sensorchips (2)., 
25 - ' Ausharten der Kunststof fmasse (31) zu einer Ver- 

,} ^) bundplatte (32) aus Kunststof fmasse (31) mit Sen- 

sorchips (2) , 

Entfernen der Klebefolie oder der Klebeplatte, und 
Aufbringen einer Umverdrahtungslage (14) auf die 
30 f reigewordene Gesamtoberseite (13) der Verbundplat- 

te (32). „. 



r AXG3 Nr: 261688 von NVS:FAXG3.I0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 22 von 33) 
Datum 23.06.03 15:54 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
3etreff: 33 Seite(n) empfangen 



23-JUN-2003 16:00 SCHWh 1 UhK & HHK I NbK t4y ay- j*iiwjbb 

FIN 474 P/2003P51252DE 

19 



11. Verfahren nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

in Bauteilpositionen (33) zusatzlich passive Bauteile 
(19) mit ihren Elektrodenf lichen (18) auf der Klebefolie 
5 oder auf der Klebeplatte positioniert werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, 
dadur.ch gekennzeichnet , dass 

in den Bauteilpositionen (33) zusatzlich Halbleiterchips 
10 (21) mit integrierten Schaltungen mit ihren Kontaktfla- 

chen (29) auf der Klebefolie oder auf der Klebeplatte 
positioniert werden. 



13. Verfahren zur Herstellung eines Sensorbauteils , das fol- 
15 gende Verf ahrensschritte aufweist 

Bereitstellen eines Nutzens (28) mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Bauteilpositionen (33),, gemSfi 
einem der Ansprttche 10 bis 12, 

Aufbringen von Aufcenkontakten (25) auf Auflenkon- 
20 taktf lfichen (17) , 

Trennen des Nutzens (20) in einzelne Sensorbauteile 
(1,10,20,40,60). 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauteil und Nutzen zu seiner Herstellung 

5 Die Erfindung betrifft ein Sensorbauteil (1) und einen Nutzen 
zu seiner Herstellung. Das Sensorbauteil (1) weist neben ei- 
nem Sensorchip (2) mit einem Sensorbereich (3) eine Ruckseite 
(7) und passive Bauteile (19) auf. Diese sind gemeinsam in ^ 
eine Kunststof fmasse (31) eingebettet, in der Weise, dass ih- 
10 re jeweiligen Elektroden von einer Gesamtoberseite (13) einer 
Kunststof fplatte (6) aus verdrahtet werden konnen . 




[ Figur 1] 
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